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Sommario
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• Sensore metallizato 
• Incollaggio sensore con colle 
conduttive 

• Elettronica on-board 
• Date testbeam 
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Sensore metallizzato
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• Fornitore Applied Diamond 
• Tempo di consegna 1.5 mesi 
• 2 cm x 2 cm x 100 um 
• Costo circa 5000 euro (maschere 

nuove comprese) 
• Metalizzazione 50 nm Cr + 100 

nm Au 
• Adatto al wire-bonding 
• Da montare sulla carrier board 

per il testbeam di Luglio
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Interconnessione sensore-carrier board

4

Mother boardCarrier board
Sensor 3 Opzioni considerate:!

• Wirebonding!
• z-axis conductive tape !
• Microdot of conductive glue 

Validazione mediante sensore e board dummy 
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Colle conduttive
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Cern RS
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Acquistato dosatore colle con supporto
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Possibile upgrade: Robot
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Elettronica on board
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Chip Amadeus dell’IDEAS: 16 canali di integrazione con 16 uscite 
analogiche

Acquistati 6 chip.!
!
Dovrebbero bastare per 
almeno 2 target di padme!
!
18 X + 18 Y strisce il 
sensore 
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Elettronica on board
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Acquistate 2 evaluation 
board.!
!
Da usare per il testbeam!
!
Necessita di rete passiva 
per HV
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Date testbeam
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A seguito di un cambiamento di programma a !
Frascati il testbeam di PADME e’ stato ri-schedulato dal 
27 Giugno al 7 Luglio.!
!
Io saro’ all’atlas week dal 26 Giugno al 2 Luglio e quindi il 
target sarà messo sotto fascio nella seconda settimana!
!
Dobbiamo avere il sistema pronto prima del 26 Giugno:!

• Un sensore su board passive (PCb da fare)!
• Elettronica Cividec!
• Elettronica Caen (4 canali CSA disponibili)!
• Elettronica IDEAS (se in tempo)  


